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フェムト秒レーザーアブレーション現象は，非接触・非熱的で微細な加工が可能であることか

ら次世代の加工技術として近年注目されている．その加工原理は，実験やシミュレーションベー

スでの解明がそれぞれ進められているが，加工の制御のためにも初期過程のさらなる解明が望ま

れている． 先行研究において金属のレーザーアブレーション現象の際に，電磁波（テラヘルツ波）

が放射されることが報告されており[1]，我々の研究グループではこれまでに，シングルショット

テラヘルツ波形計測技術を用いて，アブレーション時に放射されるテラヘルツ波の１パルス毎の

波形取得に成功している[2]．今回の発表はテラヘルツ波形情報とアブレーション加工深さ変化と

の相関を明らかにするために開発している断面形状計測システムについて報告する． 

 アブレーション加工痕のパルス毎の深さ計測をするた

めには，金属のアブレーションレートに対応した深さ精度

の計測がパルス間で完了し，熱等の時間変化の影響を低減

するためにスキャンレスで計測が出来ることが望まれる．

上記の観点からスペクトル干渉法を適用し，深さ情報だけ

ではなく加工断面形状も取得するため，ラインイメージン

グ機能を付加した図(a)のようなラインフィールドスペク

トル干渉計測システム[3]を構築した．計測精度約 10 nm，

計測レンジ約 100 μm の良好な深さ計測性能が得られてい

る．また，フェムト秒レーザー入射前後（10，50，100 パ

ルス入射後）の銅表面の断面形状を図(b)に示す．加工途中

の加工深さの進捗や加工底面の形状が良くわかる XZ 断面

形状結果が得られた．発表では 1パルス毎の加工断面形状

の変化やフルエンス依存性などにも言及する予定である． 
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Figure: (a) Overview of Line-field spectral 

interferometer, (b) The result of sectional shape 

measurement of laser ablation processing 
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